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   几款可以兼容布局的音频功放IC

     CS6190T   CS6105T    CS8120T      CS8115T CS8110T

Class AB Audio PA Class AB Audio PA Class D Audio PA Class D Audio PA Class D Audio PA

1.2W、单通道、单端输入 1.35W、单通道、单端\差分输入 3.1W、单通道、单端\差分输入 3.3W、单通道、单端\差分输入 3.3W、单通道、单端\差分输入
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本指南提供了DFN2*2封装的完美设计方案，该方案能让工程师灵活选择市面上的主流应用。采用PCB兼容的layout，仅需要稍
改外围元件，就能实现AB类，D 类的超强兼容！一次设计，一劳永逸，从此您再无后顾之忧。

JP1：Short为单端输入方式       Open为差分输入方式。

JP2：Short为关断状态               Open为工作状态。

PWR+,PWR-电源输入端        IN+,-IN,GND信号输入端

OUT+,OUT-负载连接端          T+,T-测试端

CTRL1,CTRL2控制输入端

快速连接

DEMO板各跳线说明

设计注意点

1、差分信号输入线路尽量按等长平行规则布线；

2、信号地和电源地最好隔离；

3、元器件尽可能的靠近IC布放；

4、实际应用时，L+与L-两个电感可以根据实际情况用

磁珠或者短接；T1与T2可以省略。
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